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ALADI

Asociacidn Latinoamericana de Integracidn
Associacdo Latino-Americana de Integracdo

ALADI/AAP.CE/18.90
18 de outubro de 2011

ACORDO DE COMPLEMENTACAO ECONOMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAI E URUGUAI

Nonagésimo Protocolo Adicional

Os Plenipotenciarios da Republica Argentina, da Republica Federativa do
Brasil, da Republica do Paraguai e da Republica Oriental do Uruguai, acreditados por
seus respectivos Governos segundo poderes outorgados em boa e devida forma,
depositados oportunamente na Secretaria-Geral da Associacdo Latino-Americana de
Integragao (ALADI),

TENDO EM VISTA o Décimo Oitavo Protocolo Adicional ao ACE-18 e a
Resolugcdo GMC N° 43/03,

CONVEM EM:

Artigo 1° - Incorporar ao Acordo de Complementacdo Econbmica N° 18 a
Diretriz N° 07/11 da Comissédo de Comércio do MERCOSUL relativa a “Adequacéao de
Requisitos Especificos de Origem”, que consta como anexo e integra o presente
Protocolo.

Artigo 2° - O presente Protocolo entrard em vigor trinta dias ap6s a notificagéo
da Secretaria-Geral da ALADI aos paises signatarios de que recebeu a comunicacéo
da Secretaria do MERCOSUL informando a incorporagdo da norma MERCOSUL e de
seu correspondente Protocolo Adicional aos ordenamentos juridicos dos quatro
Estados Partes do MERCOSUL.

A Secretaria-Geral da ALADI deverd efetuar tal notificagdo, na medida do
possivel, no mesmo dia em que receba a comunicagdo da Secretaria do MERCOSUL.

Artigo 3° - Uma vez em vigor, o presente Protocolo modificard o Anexo ao
Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional ao ACE N° 18 - Anexo | da Diretriz CCM N°
10/07 -, e 0 Anexo ao Septuagésimo Sétimo Protocolo Adicional ao ACE N° 18 -
Apéndice | da Decisdo CMC N° 01/09; e revogara o Octogésimo Primeiro e o
Octogésimo Segundo Protocolos Adicionais ao Acordo de Complementacao
Econdmica N° 18.



A Secretaria-Geral da ALADI sera depositaria do presente Protocolo, do qual
enviard copias devidamente autenticadas aos Governos dos paises signatarios e a
Secretaria do MERCOSUL.

EM FE DO QUE, os respectivos Plenipotenciarios assinam o presente Protocolo na
cidade de Montevidéu, aos doze dias do més de outubro de dois mil e onze, em um
original nos idiomas portugués e espanhol, sendo ambos os textos igualmente validos.
(a.:) Pelo Governo da Republica Argentina: Daniel Raimondi; Pelo Governo da
Republica Federativa do Brasil: Otavio Brandelli; Pelo Governo da Republica do
Paraguai: Alejandro Hamed Franco; Pelo Governo da Republica Oriental do Uruguai:
Gonzalo Rodriguez Gigena.



ANEXO

SECRETARIA DO MERCOSUL
RESOLUCAO GMC N° 26/01 — ARTIGO 10
FE DE ERRATAS — ORIGINAL - 11/08/11

Agustin Colombo Sierra
Diretor

MERCOSUL/CCM/DIR. N° 07/11
ADEQUACAO DOS REQUISITOS ESPECIFICOS DE ORIGEM

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assuncédo, o Protocolo de Ouro Preto, as Decisbes
N° 08/03 e 01/09 do Conselho do Mercado Comum, as Resolu¢des N° 29/10, 30/10 e
47/10 do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes N° 10/07, 21/09 e 22/09 da Comisséo de
Comércio do MERCOSUL.

CONSIDERANDO:

Que o Regime de Origem MERCOSUL faculta a Comissao de Comércio do MERCOSUL
modificar tal Regime por meio de Diretrizes.

Que é necessério adequar os requisitos especificos de origem do Regime de Origem do
MERCOSUL as modificagbes na Nomenclatura Comum do MERCOSUL.

Que é necessario atualizar os requisitos especificos de origem do Regime de Origem do
MERCOSUL para os Bens de Informética e Telecomunicacao.

Que conforme estabelecido no Artigo 2° da Decisdo CMC N° 08/03, “enquanto uma norma
gue revogue uma ou mais normas anteriores ndo entre em vigéncia de acordo com o
Artigo 40 do Protocolo de Ouro Preto, continuardo vigentes as normas anteriores que
pretendam ser revogadas, sempre que tiverem sido incorporadas pelos quatro Estados
Partes”.

Que em funcao disso, € conveniente adotar medidas transitérias com vistas a agilizar a
entrada em vigéncia dos requisitos de origem para facilitar a operacdo comercial entre os
Estados Partes.

A COMISSAO DE COMERCIO DO MERCOSUL
APROVA A SEGUINTE DIRETRIZ:

Art. 1° - Modifica-se o Apéndice | da Decisdo CMC N° 01/09 conforme consta nos Anexos
| e Il que fazem parte da presente Diretriz.

Art. 2° - Até a Decisdo CMC N° 01/09 entrar em vigéncia, as modificacdes estabelecidas
no Art. 1° aplicar-se-ao ao Anexo | da Diretriz CCM N° 10/07, no que couber.

Art. 3° - Revogam-se as Diretrizes CCM N° 21/09 e N° 22/09.



Art. 4° - Solicita-se aos Estados Partes que instruam suas respectivas Representacfes
junto & Associagdo Latino-americana de Integracdo (ALADI) a protocolizar a presente
Diretriz no marco do Acordo de Complementacdo Econbémica N° 18, nos termos
estabelecidos na Resolucdo GMC N° 43/03.

Art. 5° - Esta Diretriz devera ser incorporada ao ordenamento juridico dos Estados partes
antes de 31/X/2011.

CXX CCM - Montevidéu, 19/V/11



ANEXO |

a) Incorporar alista:

NCM 2007 REQUISITO DE ORIGEM
2102.10.10 Mudanca de posicao tarifaria e 60% de valor agregado regional.
2102.10.90 Mudanca de posicao tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.11.20 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.11.30 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.11.40 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.12.30 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.12.40 Mudanca de posicao tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.12.50 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.13.30 Mudanca de posicao tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.13.40 Mudanca de posicao tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.13.50 Mudanca de posicao tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.14.20 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.14.30 Mudanca de posicédo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.14.40 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.91.10 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.91.20 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.91.30 Mudanca de posicédo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.91.90 Mudanca de posicédo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.92.20 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.92.30 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.92.40 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.93.20 Mudanca de posicédo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.93.30 Mudanca de posicédo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.93.40 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.94.10 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.94.20 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.94.30 Mudanca de posicédo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
5603.94.90 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.
7304.51.11 Deverao ser produzidos a partir de produtos incluidos na posi¢do 7206 ou 7207 ou 7218
ou 7224, fundidos e moldados ou lingotados nos Estados Partes.
7304.51.19 Deverao ser produzidos a partir de produtos incluidos na posi¢éo 7206 ou 7207 ou 7218
ou 7224, fundidos e moldados ou lingotados nos Estados Partes.
9006.10.10 60% de valor agregado regional.
9006.10.90 60% de valor agregado regional.

b) Eliminar da lista:

NCM 2007 REQUISITO DE ORIGEM

2102.10.00 Mudanca de posicdo tarifaria e 60% de valor agregado regional.

5603.91.00 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.

5603.94.00 Mudanca de posicéo tarifaria e 60% de valor agregado regional.

7304.51.10 Deverao ser produzidos a partir de produtos incluidos na posi¢éo 7206 ou 7207 ou 7218
ou 7224, fundidos e moldados ou lingotados nos Estados Partes.

9006.10.00 60% de valor agregado regional.







ANEXO I

a) Substituir na lista

NCM 2007

ONDE DIZ:

DEVE DIZER:

REQUISITO DE ORIGEM

REQUISITO DE ORIGEM

8443.32.21

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nado descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8443.32.22

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fung&o de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; Ill.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8443.32.23

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “‘A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacido de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.




NCM 2007

ONDE DIZ:

DEVE DIZER:

REQUISITO DE ORIGEM

REQUISITO DE ORIGEM

de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nado descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentagéo.

8443.32.29

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem o0s seguintes
médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8443.32.35

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacgéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8443.32.39

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacido de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.




NCM 2007

ONDE DIZ:

DEVE DIZER:

REQUISITO DE ORIGEM

REQUISITO DE ORIGEM

estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentagéo.

8443.32.51

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8443.32.59

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacgéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a produgcdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integragdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; Ill.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8470.50.11

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacido de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentagéo.

8470.50.19

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagéo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.30.12

MICROCOMPUTADORES PORTATEIS. Cumprir com o
seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de
todos os componentes nas placas de circuito impresso
que implementem as funcdes de processamento e
memoria, as controladoras de periféricos para teclado, e
unidades de discos magnéticos e as interfaces de
comunicagdo serial e paralela, cumulativamente. Quando
as unidades centrais de processamento incorporarem no
mesmo corpo ou gabinete, placas de circuito impresso
que implementem as fun¢des de rede local ou emulagéo
de terminal, estas placas também deverdo ter a
montagem e soldagem de todos seus componentes; B.
Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente
desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integrac@o das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecénicas na formacédo do produto final de
acordo com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes moddulos ou
subconjuntos: 1) Tela ("display") dos itens 8473.30.91 e
8473.30.92; e 2) Teclado do item 8471.60.52. N&o
descaracteriza o cumprimento do regime de origem
definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de
unidades de discos magnéticos, Opticos e fonte de
alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a func¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.30.19

MICROCOMPUTADORES PORTATEIS. Cumprir com 0
seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
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todos os componentes nas placas de circuito impresso
gue implementem as fun¢des de processamento e
memdria, as controladoras de periféricos para teclado, e
unidades de discos magnéticos e as interfaces de
comunicacgdo serial e paralela, cumulativamente. Quando
as unidades centrais de processamento incorporarem no
mesmo corpo ou gabinete, placas de circuito impresso
que implementem as func¢des de rede local ou emulagéo
de terminal, estas placas também deverdo ter a
montagem e soldagem de todos seus componentes; B.
Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente
desagregadas, em nivel basico de componentes; e C.
Integrac@o das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formacédo do produto final de
acordo com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam
dispensados da montagem os seguintes modulos ou
subconjuntos: 1) Tela ("display") dos itens 8473.30.91 e
8473.30.92; e 2) Teclado do item 8471.60.52. N&o
descaracteriza o cumprimento do regime de origem
definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de
unidades de discos magnéticos, Opticos e fonte de
alimentacéo.

impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagcdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.30.90

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem o0s seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecida nos itens “A” e “B”. Nado descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fung¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.41.90

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nado descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacgao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8471.50.10

UNIDADES DIGITAIS DE PROCESSAMENTO DE
PEQUENA CAPACIDADE. Cumprir com o0 seguinte
processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos
0s componentes nas placas de circuito impresso que
implementem as fungdes de processamento e memoria e
as seguintes interfaces: em série, paralela, de unidades
de discos magnéticos, de teclado e de video,
cumulativamente. Quando as unidades centrais de
processamento incorporem no mesmo corpo o gabinete
placas de circuito impresso que implementem as funcgdes
de rede local ou emulacdo de terminal, estas placas
também deverao ter uma montagem e soldagem de todos
0s componentes.B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. N&do descaracteriza o cumprimento do Regime
de Origem definido, a inclusdo no mesmo corpo ou
gabinete de unidades de discos magnéticos, Opticos e
fonte de alimentacdo.Nas unidades digitais de
processamento do tipo “diskless”, destinadas a
interconexdo em redes locais, a montagem da placa que
implementa a interface de rede local podera substituir a
montagem das placas que implementam as interfases em
série, paralela e de unidades de discos magnéticos;

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.50.20

UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MEDIA E
GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo:A.
Montagem e soldagem de todos 0s componentes no
conjunto de placas de circuito impresso que implementem
como minimo 3 (trés) das 5 (cinco) seguintes fun¢des: a)
processamento central; b) memoéria; c) unidade de
controle integradal/interface  ou controladoras de
periféricos; d) suporte e diagnostico de sistema; e) canal
ou interface de comunicagdo com unidade de entrada e
saida de dados e periféricos; ou, alternativamente, a
montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito
impresso que implementem qualquer destas fungdes; B.
Montagem e integracao das placas de circuito impresso e
dos conjuntos elétricos e mecénicos na formacdo do
produto final; eC. Quando a montagem do produto se
realize com conjuntos em forma de gaveta, estes
conjuntos deverdo ser montados a partir de seus
subconjuntos, tais como: fontes de alimentacéo, placas de
circuito impresso e cabos. Quando a empresa opte pela
montagem do numero de placas de circuito impresso,
estabelecido no item “A”, no caso de que se utilizem
placas que sejam padrbes do mercado, como por
exemplo, placas de memodria do tipo “SIMM” do item
8473.30.42 ou 8473.50.50, serd considerada uma placa
por funcdo, independentemente da quantidade de placas
montadas para implementar a fung&o. Para cumprir com o
disposto se admitira a utlizacdo de subconjuntos
montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a
producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens
“A”, “B” e “C”. O disposto neste Regime também se aplica
as unidades de controle de periféricos, tais como
controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras
Opticas e/ou magnéticas e as expansdes das funcles
mencionadas no item “A”, inclusive quando ndo se
apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades
digitais de processamento.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a func¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8471.50.30

UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MEDIA E
GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo:A.
Montagem e soldagem de todos 0s componentes no
conjunto de placas de circuito impresso que implementem
como minimo 3 (trés) das 5 (cinco) seguintes funcdes: a)
processamento central; b) memodéria; c) unidade de
controle  integradal/interface  ou  controladoras de
periféricos; d) suporte e diagnostico de sistema; €) canal
ou interface de comunicacdo com unidade de entrada e
saida de dados e periféricos; ou, alternativamente, a
montagem de pelo menos 4 (quatro) placas de circuito
impresso que implementem qualquer destas funcdes; B.
Montagem e integracdo das placas de circuito impresso e
dos conjuntos elétricos e mecanicos na formagédo do
produto final; eC. Quando a montagem do produto se
realize com conjuntos em forma de gaveta, estes
conjuntos deverdo ser montados a partir de seus
subconjuntos, tais como: fontes de alimentacéo, placas de
circuito impresso e cabos. Quando a empresa opte pela
montagem do numero de placas de circuito impresso,
estabelecido no item “A”, no caso de que se utilizem
placas que sejam padrbes do mercado, como por
exemplo, placas de memoéria do tipo “SIMM” do item
8473.30.42 ou 8473.50.50, serd considerada uma placa
por funcdo, independentemente da quantidade de placas
montadas para implementar a fungéo. Para cumprir com o
disposto se admitira a utlizacdo de subconjuntos
montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a
producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens
“A”, “B” e “C”. O disposto neste Regime também se aplica
as unidades de controle de periféricos, tais como
controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras
Opticas e/ou magnéticas e as expansfes das func¢bes
mencionadas no item “A”, inclusive quando nao se
apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades
digitais de processamento.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.50.40

UNIDADES DIGITAIS DE CAPACIDADE MUITO
GRANDE. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A.
Montagem e soldagem de todos 0s componentes no
conjunto de placas de circuito impresso que implementem
pelo menos 2 (duas) das 5 (cinco) seguintes funcdes: a)
processamento central; b) meméria; c¢) unidade de
controle integrada/interface; d) suporte e diagnostico de
sistemas; e) canal de comunicagdo, ou alternativamente,
a montagem de pelo menos 3 (trés) placas de circuito
impresso que implementem qualquer destas fungdes; B.
Montagem e integracao das placas de circuito impresso e
dos conjuntos elétricos e mecénicos na formacdo do
produto final; eC. Quando a montagem do produto se
realize com conjuntos em forma de gaveta, estes
conjuntos deverdo ser montados a partir de seus
subconjuntos, tais como: fontes de alimentacéo, placas de
circuito impresso e cabos. Quando a empresa opte pela
montagem do numero de placas de circuito impresso,
estabelecido no item “A”, no caso de que se utilizem
placas que sejam padrées do mercado, como por
exemplo, placas de memodria do tipo “SIMM” do item
8473.30.42 ou 8473.50.50, serd considerada uma placa
por funcdo, independentemente da quantidade de placas
montadas para implementar a fung&o. Para cumprir com o
disposto se admitira a utlizagcdo de subconjuntos
montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a
producdo dos mesmos atenda o estabelecido nos itens
“A”, “B” e “C”. O disposto neste Regime também se aplica
as unidades de controle de periféricos, tais como

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fung&o de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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controladores de discos, fitas, impressoras e leitoras
Opticas e/ou magnéticas e as expansdes das fungbes
mencionadas no item “A”, inclusive quando ndo se
apresentem no mesmo corpo ou gabinete das unidades
digitais de processamento.

8471.50.90

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacgéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.60.52

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem o0s seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagédo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentagao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8471.60.53

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.60.59

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcdo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.60.61

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B’
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8471.60.62

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.60.80

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serad admitida a utilizacéo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.60.90

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a incluséo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e

sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de

software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8471.70.12

DISCOS RIGIDOS. Cumprir com 0 seguinte processo
produtivo:  A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B.
Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente
desagregadas, em nivel béasico de componentes;C.
Integrac@o das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formacédo do produto final de
acordo com os itens “A” e “B”;D. Sera admitida a
utilizagdo de subconjuntos montados nos Estados Partes,
por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda
o0 estabelecido nos itens "A" e "B", e E. Para a produgdo
de discos magnéticos rigidos com capacidade de
armazenamento superior a 1 (um) GBYTES por HDA
(Head Disk Assembly) ndo formatado, podera ser feita a
opgéo entre cumprir com o disposto nos itens “A” ou “B”,
sendo que, no caso do cumprimento do disposto no item
“A” deverdo ser soldados e montados todos os
componentes nas placas de circuito impresso que
implementem pelo menos duas das seguintes funcdes: a)
comunicagdo com a unidade controladora de disco; b)
posicionamento dos conjuntos de leitura e gravagao; c) ou
leitura e gravacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagcdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.70.19

DISCOS RIGIDOS. Cumprir com 0 seguinte processo
produtivo: ~ A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B.
Montagem das partes elétricas e mecanicas, totalmente
desagregadas, em nivel béasico de componentes;C.
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecénicas na formacéo do produto final de
acordo com os itens “A” e “B”;D. Sera admitida a
utilizacdo de subconjuntos montados nos Estados Partes,
por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda
o estabelecido nos itens "A" e "B", eE. Para a produc¢éo de
discos magnéticos rigidos com capacidade de
armazenamento superior a 1 (um) GBYTES por HDA
(Head Disk Assembly) ndo formatado, podera ser feita a
opgao entre cumprir com o disposto nos itens “A” ou “B”,
sendo que, no caso do cumprimento do disposto no item
“A” deverdao ser soldados e montados todos os
componentes nas placas de circuito impresso que
implementem pelo menos duas das seguintes fungdes: a)
comunicagdo com a unidade controladora de disco; b)
posicionamento dos conjuntos de leitura e gravagéo; c) ou
leitura e gravacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fung¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integragdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.70.39

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
modulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nado descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8471.70.90

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagéo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.80.00

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a incluséo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.90.11

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcdo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8471.90.12

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.90.13

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8471.90.19

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8471.90.90

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8472.90.10

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8472.90.21

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8472.90.29

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8472.90.59

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formacgéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8473.29.10

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM
COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS.
Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de
todos os componentes, sempre que estes ndo partam da
subposigéo 8473.30.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; Il.- Configuragdo final do
produto, instalacdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8473.30.41

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM
COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS.
Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de
todos os componentes, sempre que estes ndo partam da
subposi¢céo 8473.30.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; Il.- Configuragdo final do
produto, instalacdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8473.30.42

PLACAS (MODULOS DE MEMORIA) COM UMA
SUPERFICIE INFERIOR OU IGUAL A 50 CM2.
REQUISITO: Cumprir com 0 seguinte processo produtivo:
A. Montagem da pastiha semicondutora n&o
encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha; C. Teste
(ensaio) elétrico, D. Marcacdo (identificagdo) do
componente (memodria); eE. Montagem e soldagem dos
componentes semicondutores (memdria) no circuito
impresso.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; Il.- Configuracdo final do
produto, instalacdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.
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8473.30.49

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM
COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS.
Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de
todos os componentes, sempre que estes ndo partam da
subposicéo 8473.30.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; Il.- Configuracdo final do
produto, instalagdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8473.40.10

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM
COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS.
Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de
todos os componentes, sempre que estes ndo partam da
subposi¢éo 8473.30.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; Il.- Configuracdo final do
produto, instalagdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8473.50.10

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM
COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS.
Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de
todos os componentes, sempre que estes ndo partam da
subposicéo 8473.30.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; Il.- Configuracdo final do
produto, instalagdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8473.50.50

PLACAS (MODULOS DE MEMORIA) COM UMA
SUPERFICIE INFERIOR OU IGUAL A 50 CM2.
REQUISITO: Cumprir com 0 seguinte processo produtivo:
A. Montagem da pastiiha semicondutora néo
encapsulada; B. Encapsulamento da pastilha; C. Teste
(ensaio) elétrico; D. Marcacdo (identificagcdo) do
componente (memdria); eE. Montagem e soldagem dos
componentes semicondutores (memoria) no circuito
impresso.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; Il.- Configuracdo final do
produto, instalacdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8511.80.30

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fung¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.12.11

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacido de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
_ . . impresso que implemente a funcéo de
Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo Processamento central (placa
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas rincipal) : II- Integracdo da IacF; de
de circuito impresso por produto; B — Montagem e principal) grag P
-~ .~ | circuito impresso montada de acordo
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito L i
; o P com o inciso |, das demais placas de
8517.12.12 |impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas | _. .~ .
p - circuito impresso (se houver) e das
totalmente desagregadas em nivel basico de : o .
) ~ .-~ | demais partes elétricas, mecanicas e
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito . =
. oo a = | sub-conjuntos na formatagdo do
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao . . d )
do produto final produto final, e ; .- Configuragéo
' final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
- . . impresso que implemente a funcéo de
Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo Processamento central (placa
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas rincipal) : II- Integracdo da Iac% de
de circuito impresso por produto; B — Montagem e principal) grac P
.~ .~ | circuito impresso montada de acordo
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito com o inciso I. das demais placas de
8517.12.13 |impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas circuito im reéso (se houvepr) e das
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de demais aftes clétricas. mecanicas e
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito p ’ .
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo sub-conjuntos na  formatagdo  do
dop roduto final P & produto final, e ; lll.- Configuracédo
P ' final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo g?gézsszzggﬁtgmplenlzwt?a? fun(;(a cl)agz
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas rincipal) : II- Integracdo da Iac% de
de circuito impresso por produto; B — Montagem e principal) grag P
.~ .~ | circuito impresso montada de acordo
soldagem de todos 0os componentes nas placas de circuito L ;
; . ot P com o inciso |, das demais placas de
8517.12.19 |impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas | . .= .
. - circuito impresso (se houver) e das
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de ! o J
. ~ ..~ | demais partes elétricas, mecanicas e
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito . =
) e A ~. | sub-conjuntos na formatacdo do
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo final ) ¢ ~
do produto final produto inal, e ; III._- Con iguracao
' final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Cumprir com o0 seguinte processo produtivo:A — | Processamento central (placa
Montagem de no minimo 80% das placas de circuito | principal) ; Il- Integracdo da placa de
impresso por produto; B — Montagem e soldagem de | circuito impresso montada de acordo
8517.12.21 todos os componentes nas placas de circuito impresso; C | com o inciso |, das demais placas de

- Montagem das partes elétricas e mecénicas totalmente
desagregadas em nivel basico de componentes; eD -
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecéanicas na formacgéo do produto final.

circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e

sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de

software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8517.12.22

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.12.23

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacgéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.12.29

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.12.31

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo:A —
Montagem de no minimo 80% das placas de circuito
impresso por produto; B — Montagem e soldagem de
todos os componentes nas placas de circuito impresso; C
- Montagem das partes elétricas e mecénicas totalmente
desagregadas em nivel basico de componentes; eD -
Integracdo das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecéanicas na formacgéo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8517.12.33

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.12.39

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.12.41

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.12.49

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8517.12.90

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.18.20

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacgéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcédo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.61.11

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.61.19

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.61.20

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
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sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; Ill.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.61.43

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formacgéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.61.49

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.61.91

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.61.92

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8517.61.99

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcdo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.11

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.13

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.14

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e

sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de

software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8517.62.19

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacgéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.21

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacgéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.22

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes em no minimo 80% das
placas de circuito impresso por
produto; Il.- Integragdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.23

Mudanca de posi¢cao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes em no minimo 80% das
placas de circuito impresso por
produto; Il.- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; Ill.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8517.62.24

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes em no minimo 80% das
placas de circuito impresso por
produto; Il.- Integragdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.29

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.31

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; IlI- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.32

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a func¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8517.62.33

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcédo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.41

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.48

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.51

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

31




NCM 2007

ONDE DIZ:

DEVE DIZER:

REQUISITO DE ORIGEM

REQUISITO DE ORIGEM

8517.62.53

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacgéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.55

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacgéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.61

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.62

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8517.62.64

Cumprimento do seguinte processo produtivo: A —
Montagem de no minimo 80% das placas de circuito
impresso por produto; B — Montagem e soldagem de
todos os componentes nas placas de circuito impresso; C
- Montagem das partes elétricas e mecanicas totalmente
desagregadas em nivel basico de componentes; eD -
Integrac@o das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formacéo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.65

Cumprimento do seguinte processo produtivo: A -
Montagem de no minimo 80% das placas de circuito
impresso por produto; B — Montagem e soldagem de
todos os componentes nas placas de circuito impresso; C
- Montagem das partes elétricas e mecénicas totalmente
desagregadas em nivel basico de componentes; eD -
Integrac@o das placas de circuito impresso e das partes
elétricas e mecanicas na formacéo do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.71

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcdo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.72

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.79

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
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sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.91

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel bésico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.93

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.94

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagéo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes em no minimo 80% das
placas de circuito impresso por
produto; Il.- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8517.62.95

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.62.96

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacgéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8517.70.10

Circuitos impressos montados com componentes elétricos
ou eletrbnicos. Montagem e soldagem nas placas de
circuito impresso de todos 0s componentes, sempre que
estes ndo partam da subposicédo 8473.30

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; Il.- Configuragdo final do
produto, instalagdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8523.52.00

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS
OPTOELETRONICOS. Cumprir com 0 seguinte processo
produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora néo
encapsulada;B. Encapsulamento da pastilha montada; C.
Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagéo
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com
tecnologia maior que cinco micrémetros (micra) e os
diodos de poténcia deverdo também realizar ou
processamento fisico-quimico da pastilha semicondutora;
e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em
algum dos Estados Partes ficam dispensados de realizar
as etapas “A” e “B” anteriores.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; Il.- Configuragdo final do
produto, instalacdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8523.59.10

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formagéo
do produto final.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; |l.- Configuragdo final do
produto, instalacdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8525.50.19

Mudanca de posi¢ao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos  na formatacdo do

35




NCM 2007

ONDE DIZ:

DEVE DIZER:

REQUISITO DE ORIGEM

REQUISITO DE ORIGEM

produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8525.50.29

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacgéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8525.60.10

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel Dbéasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8525.60.90

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a func¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; 1l- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8528.51.10

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagéo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8528.51.20

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a incluséo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8528.61.00

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem o0s seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢do de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8529.90.12

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM
COMPONENTES ELETRICOS OU ELETRONICOS.
Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de
todos os componentes, sempre que estes ndo partam da
subposi¢éo 8473.30.

I.- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso; Il.- Configuragdo final do
produto, instalacdo de software
(quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8531.20.00

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
médulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8537.10.11

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacgéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a func¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8537.10.19

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem o0s seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nado descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8537.10.20

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8543.70.12

Mudanca de posi¢cdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a func¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8543.70.14

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacgéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
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sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8543.70.15

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatagcdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8543.70.19

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8543.70.39

Mudanca de posi¢do e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecéanicas
totalmente  desagregadas em nivel béasico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

8543.70.91

Mudanca de posi¢cao e cumprimento do seguinte processo
produtivo: A — Montagem de no minimo 80% das placas
de circuito impresso por produto; B — Montagem e
soldagem de todos os componentes nas placas de circuito
impresso; C - Montagem das partes elétricas e mecanicas
totalmente  desagregadas em nivel basico de
componentes; eD - Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formagéo
do produto final.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fungéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacido de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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9030.33.11

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9030.33.19

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a produgcdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9030.39.10

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecida nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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ONDE DIZ:

DEVE DIZER:

REQUISITO DE ORIGEM

REQUISITO DE ORIGEM

9030.40.10

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9030.40.20

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; Illl.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9030.40.30

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem o0s seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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ONDE DIZ:

DEVE DIZER:

REQUISITO DE ORIGEM

REQUISITO DE ORIGEM

9030.40.90

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9030.82.10

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9030.82.90

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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ONDE DIZ:

DEVE DIZER:

REQUISITO DE ORIGEM

REQUISITO DE ORIGEM

9030.89.40

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9030.89.90

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcédo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9030.90.90

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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ONDE DIZ:

DEVE DIZER:

REQUISITO DE ORIGEM

REQUISITO DE ORIGEM

9031.80.40

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9032.89.11

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagédo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9032.89.21

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a incluséo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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REQUISITO DE ORIGEM

9032.89.22

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem o0s seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcdo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9032.89.23

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9032.89.24

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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9032.89.25

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9032.89.29

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integragdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9032.89.81

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacéao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; Illl.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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9032.89.82

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagao
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem o0s seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nado descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magneéticos, épticos e fonte de alimentacéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a funcéo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracéo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9032.89.83

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposicdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de “fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e
sub-conjuntos na formatagdo do
produto final, e ; lll.- Configuracdo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.

9032.89.89

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem
e soldagem de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e
mecanicas, totalmente desagregadas, em nivel basico de
componentes; e C. Integracdo das placas de circuito
impresso e das partes elétricas e mecéanicas na formacgéo
do produto final de acordo com os itens “A” e “B”
anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes
moédulos ou subconjuntos: 1) Mecanismos do item
8473.30.22 para impressoras das subposi¢cdes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para
aparelhos de "fac-simile" dos itens 8517.21.10 e
8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens
8473.30.23 e 8473.50.31 para impressoras de linha dos
itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagao
de subconjuntos montados nos Estados Partes por
terceiros, sempre que a producdo dos mesmos atenda o
estabelecido nos itens “A” e “B”. N&o descaracteriza o
comprimento do regime de origem definido, a inclusdo em
um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, épticos e fonte de alimentacao.

I- Montagem e soldagem de todos os
componentes na placa de circuito
impresso que implemente a fun¢éo de
Processamento central (placa
principal) ; II- Integracdo da placa de
circuito impresso montada de acordo
com o inciso |, das demais placas de
circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e
sub-conjuntos na formatacdo do
produto final, e ; lll.- Configuracédo
final do produto, instalacdo de
software (quando for o caso) e testes
de funcionamento.
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8443.31.11

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcé@o de Processamento central (placa principal); II- Integracéo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.31.12

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.31.13

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; II- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.31.14

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; II- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.31.15

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; II- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.31.16

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; 1l- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.31.19

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a func&o de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.31.91

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; IlI- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Illl.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.31.99

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a fungdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; lll.-
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Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.32.31

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; .-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.32.32

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.32.33

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.32.34

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.32.36

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; II- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.32.37

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; II- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.32.40

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a func&o de Processamento central (placa principal) ; II- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.32.52

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; 1l- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.32.91

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.32.99

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; IlI- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8443.99.60

I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; Il.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
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funcionamento.

8471.30.11

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8471.41.10

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8471.49.00

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8471.60.54

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; II- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8471.70.11

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; II- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8471.70.21

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8471.70.29

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; 1l- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8471.70.32

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a fungdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8471.70.33

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8471.90.14

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; IlI- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8472.30.10

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcéo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
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demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; .-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8472.30.20

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecéanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; .-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8472.30.30

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8472.90.51

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8473.30.43

I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; Il.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.12.32

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formata¢do do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.61.30

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.61.41

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a fungdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.61.42

I- Montagem e soldagem de todos os componentes ha placa de circuito impresso que implemente
a fungdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.62.12

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a fungdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.62.39

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcéo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.62.49

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcéo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; lll.-
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Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.62.52

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; .-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.62.54

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcédo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integragdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.62.59

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; II- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.62.77

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; II- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formata¢do do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.62.78

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalagdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.62.92

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; 1l- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecénicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8517.69.00

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a func&o de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8528.71.11

I- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso que implemente
a funcdo de Processamento central (placa principal) ; Il- Integracdo da placa de circuito impresso
montada de acordo com o inciso |, das demais placas de circuito impresso (se houver) e das
demais partes elétricas, mecanicas e sub-conjuntos na formatagdo do produto final, e ; Ill.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

8538.90.10

I.- Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso; Il.-
Configuracdo final do produto, instalacdo de software (quando for o caso) e testes de
funcionamento.

c) eliminar da lista

NCM 2007 REQUISITO DE ORIGEM

8443.31.00 | 60% de valor agregado regional.

8443.32.11

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacédo do produto final de acordo
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com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes moédulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢do dos mesmos
atenda ao estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o cumprimento do Regime de
origem definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos,
Opticos e fontes de alimentacéo.

8443.32.12

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile " dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Ser4 admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢do dos mesmos
atenda ao estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o cumprimento do Regime de
origem definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos,
Opticos e fontes de alimentacéo.

8443.32.13

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacdo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cfes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utlizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢cao dos mesmos
atenda ao estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o cumprimento do Regime de
origem definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos,
opticos e fontes de alimentacéo.

8443.32.19

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacé@o do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢fes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Ser4 admitida a utilizagdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos
atenda ao estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o cumprimento do Regime de
origem definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos,
oOpticos e fontes de alimentacéo.

8443.99.11

CIRCUITOS IMPRESSOS MONTADOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU
ELETRONICOS. Montagem e soldagem nas placas de circuito impresso de todos os
componentes, sempre que estes ndo partam da subposi¢céo 8473.30.

8443.99.13

Mudanca de posigcdo e que cumpra com 0 seguinte processo produtivo: A - Montagem de no
minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B — Montagem e soldagem de todos
0os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e
mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final.

8443.99.19

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo produtivo: A — Montagem de no
minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B — Montagem e soldagem de todos
0s componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e
mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final.

8443.99.21

Cumprir com 0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacao do produto final de acordo
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com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes moédulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢fes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Ser4 admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢do dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

8443.99.24

Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes moédulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizagdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢do dos mesmos
atenda ao estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o cumprimento do Regime de
origem definido a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos magnéticos,
Opticos e fontes de alimentacéo.

8443.99.31

60% de valor agregado regional.

8443.99.39

60% de valor agregado regional.

8473.29.90

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacao do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢fes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Ser4 admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢do dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

8473.30.11

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagédo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes moédulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Sera admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

8473.30.19

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacédo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes mddulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cfes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utlizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

8473.30.31

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas,
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totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cfes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

8473.30.39

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Ser4 admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢do dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

8473.30.99

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagédo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢fes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utlizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢do dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgéo.

8473.50.32

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes moédulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cfes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utlizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

8473.50.39

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes moédulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢fes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utilizagdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

8473.50.90

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas,
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totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢Ges 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

8517.70.92

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A — Montagem de no
minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B — Montagem e soldagem de todos
0s componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e
mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integragdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final.

8517.70.99

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A — Montagem de no
minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B — Montagem e soldagem de todos
0s componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e
mecénicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagédo do produto final.

8518.10.10

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A — Montagem de no
minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B — Montagem e soldagem de todos
os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e
mecénicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacdo do produto final.

8518.29.10

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A — Montagem de no
minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B — Montagem e soldagem de todos
os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e
mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integracdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacédo do produto final.

8528.41.10

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formagédo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cfes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Ser4 admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢do dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

8528.41.20

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacédo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes moédulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢fes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢gdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

8529.90.19

Mudanca de posicao e cumprimento do seguinte processo produtivo: A — Montagem de no
minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B — Montagem e soldagem de todos
os componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e
mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integragdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final.

8540.50.20

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integragdo das placas de
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circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacéo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes moédulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢fes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utilizagdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacgao.

8541.10.22

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagédo
(identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.10.29

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagéo
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdao também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.10.92

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagéo
(identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdao também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.10.99

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagéo
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.29.20

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagéo
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrometros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.30.21

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcacao
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.30.29

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagéo
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrometros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.40.16

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagao
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
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Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.40.21

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagao
(identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.40.22

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagao
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.40.26

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagéo
(identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8541.40.31

CELULAS FOTOVOLTAICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento
fisico-quimico referente as etapas de diviséo, texturizacdo e metalizagdo; B. Encapsulamento
da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; e D. Marcacéo (identificacdo).

8541.40.32

CELULAS FOTOVOLTAICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento
fisico-quimico referente as etapas de divisdo, texturizacdo e metalizagcdo; B. Encapsulamento
da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; e D. Marcacao (identificacdo).

8541.50.20

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagéo
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8542.32.21

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; D. Marcacao
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8542.32.29

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; D. Marcacao
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrometros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8542.32.91

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcagado
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8542.33.90

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletronico; D. Marcacao
(identificacdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrémetros
(micra) e os diodos de poténcia deverao também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8542.39.39

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
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Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrénico; D. Marcagédo
(identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8542.39.99

COMPONENTES SEMICONDUTORES E DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS. Cumprir com
0 seguinte processo produtivo: A. Montagem da pastilha semicondutora ndo encapsulada;B.
Encapsulamento da pastilha montada; C. Teste (ensaio) elétrico ou optoeletrdnico; D. Marcacao
(identificagdo);E. Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrdmetros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-quimico da
pastilha semicondutora; e F. Os circuitos integrados monoliticos projetados em algum dos
Estados Partes ficam dispensados de realizar as etapas “A” e “B” anteriores.

8543.70.92

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A — Montagem de no
minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B — Montagem e soldagem de todos
0s componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e
mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integragdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formacéo do produto final.

8543.70.99

Mudanca de posicdo e cumprimento do seguinte processo produtivo: A — Montagem de no
minimo 80% das placas de circuito impresso por produto; B — Montagem e soldagem de todos
0s componentes nas placas de circuito impresso; C - Montagem das partes elétricas e
mecanicas totalmente desagregadas em nivel basico de componentes; e D - Integragdo das
placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacédo do produto final.

8544.70.10

CABOS OPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reuni&o
de fibras em grupos; C. Reunido para formacéo de nicleos; D. Extrusdo da capa ou aplicagdo
de armacdo metalica e marcacdo; E. Sera admitida a realizacdo das atividades descritas nos
itens “A” e “B” por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas
deverdo realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptacdo do
produto a sua fabricac@o e teste (ensaios) de aceitagdo operacional; eG. Os cabos Opticos
deverdo utilizar fibras dpticas que atendam o requisito especifico de origem definido para as
mesmas.

8544.70.30

CABOS OPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reuni&o
de fibras em grupos; C. Reunido para forma¢éo de nucleos; D. Extrusdo da capa ou aplicagdo
de armacdo metalica e marcacdo; E. Sera admitida a realizacdo das atividades descritas nos
itens “A” e “B” por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas
deverdo realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptagdo do
produto a sua fabricagdo e teste (ensaios) de aceitacdo operacional; eG. Os cabos 6pticos
deverdo utilizar fibras dpticas que atendam o requisito especifico de origem definido para as
mesmas.

8544.70.90

CABOS OPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reuni&o
de fibras em grupos; C. Reunido para formacao de nlcleos; D. Extrusdo da capa ou aplicagédo
de armacao metalica e marcacdo; E. Sera admitida a realizacdo das atividades descritas nos
itens “A” e “B” por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas
deverdo realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptagdo do
produto a sua fabricacdo e teste (ensaios) de aceitacdo operacional; eG. Os cabos Opticos
deverdo utilizar fibras dpticas que atendam o requisito especifico de origem definido para as
mesmas.

9001.10.11

FIBRAS OPTICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento fisico-
quimico que resulte na obtencdo da pré-forma; B. Estiramento da fibra; C. Teste; D.
Embalagem; E. Sera admitida a realiza¢do da atividade descrita no item “A” por terceiros, desde
que efetuada em um dos Estados Partes; eF. As empresas deverdo realizar atividades de
engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptagdo do produto a sua fabricacdo e teste
(ensaios).

9001.10.19

FIBRAS OPTICAS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Processamento fisico-
quimico que resulte na obtencdo da pré-forma; B. Estiramento da fibra; C. Teste; D.
Embalagem; E. Sera admitida a realizagdo da atividade descrita no item “A” por terceiros, desde
que efetuada em um dos Estados Partes; eF. As empresas deverdo realizar atividades de
engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptagédo do produto a sua fabricagcdo e teste
(ensaios).

9001.10.20

CABOS OPTICOS. Cumprir com o seguinte processo produtivo: A. Pintura de fibras; B. Reunido
de fibras em grupos; C. Reunido para formacéo de nicleos; D. Extrusdo da capa ou aplicagdo
de armacado metdlica e marcacéo; E. Serd admitida a realizacdo das atividades descritas nos
itens “A” e “B” por terceiros, desde que efetuada em um dos Estados Partes; F. As empresas
deverdo realizar atividades de engenharia referentes ao desenvolvimento e adaptagdo do
produto a sua fabricacdo e teste (ensaios) de aceitagdo operacional; eG. Os cabos Opticos
deverdo utilizar fibras Opticas que atendam o requisito especifico de origem definido para as

60




NCM 2007

REQUISITO DE ORIGEM

mesmas.

9026.10.11

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacédo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes moédulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢des 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Ser4 admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produ¢éo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

9028.30.11

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagédo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes médulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cfes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Serd admitida a utlizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a producdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacéo.

9028.30.21

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecanicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecanicas na formacédo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢cfes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Ser4 admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Ndo descaracteriza o comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.

9028.30.31

Cumprir com o0 seguinte processo produtivo: A. Montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso; B. Montagem das partes elétricas e mecénicas,
totalmente desagregadas, em nivel basico de componentes; e C. Integracdo das placas de
circuito impresso e das partes elétricas e mecénicas na formagédo do produto final de acordo
com os itens “A” e “B” anteriores. Ficam dispensados da montagem os seguintes modulos ou
subconjuntos: 1) Mecanismos do item 8473.30.22 para impressoras das subposi¢fes 8471.49.3
e 8471.60.2; 2) Mecanismos do item 8517.90.91 para aparelhos de "fac-simile" dos itens
8517.21.10 e 8517.21.20; e 3) Banco de martelos dos subitens 8473.30.23 e 8473.50.31 para
impressoras de linha dos itens 8471.49.21 e 8471.60.11. Ser4 admitida a utilizacdo de
subconjuntos montados nos Estados Partes por terceiros, sempre que a produgdo dos mesmos
atenda o estabelecido nos itens “A” e “B”. Nao descaracteriza 0 comprimento do regime de
origem definido, a inclusdo em um mesmo corpo ou gabinete de unidades de discos
magnéticos, opticos e fonte de alimentacao.
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